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中电科芯片技术股份有限公司 

关于预计公司及控股子公司 2023 年度向关联方或商业银行 

申请综合授信额度并提供担保的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示： 

 综合授信额度：公司及控股子公司拟向关联方中国电子科技财务有限公

司（以下简称“电科财务”）或商业银行申请不超过人民币 42,000 万元的综合授

信额度，期限为 12 个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、

保函、信用证等有关业务。 

 被担保企业及担保额度：公司拟为控股子公司提供不超过人民币 18,000

万元的融资额度担保，担保方式为保证，并要求控股子公司提供反担保，具体担

保期限以实际签署的担保合同为准。 

 关联人回避事宜：公司第十二届董事会第十五次会议审议本关联交易议

案时，关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予

以回避。 

本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东中电科芯片技术（集团）

有限公司、中电科核心技术研发投资有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥

中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中微半导体（深圳）股份有限

公司需在股东大会审议时予以回避。 

 本次担保是否有反担保：有 

 对外担保逾期的累计数量：无 



一、综合授信、融资及担保情况概述 

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日分

别召开第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议，审议通过

了《关于预计公司及控股子公司 2023 年度向关联方或商业银行申请综合授信额

度并提供担保的议案》。 

2023 年度公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请综合授信额度并

提供担保情况如下： 

1、综合授信额度：公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请不超过

人民币 42,000 万元的综合授信额度，期限为 12 个月，在综合授信额度内办理包

括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有关业务。 

2、担保额度：公司拟为控股子公司提供不超过人民币 18,000 万元的融资额

度担保，担保方式为保证，并要求控股子公司提供反担保，具体担保期限以实际

签署的担保合同为准。 

为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会提请股东大会授权经营管理层

在上述总额度内，可对各公司的综合授信及担保额度进行调剂使用。同时，授权

经营管理层及授权人士全权代表公司及控股子公司签署上述综合授信及担保事

项下的全部法律文件。在上述综合授信及担保额度内，公司将根据实际经营情况，

单次或逐笔签订具体综合授信、贷款和担保协议，不再单独履行决策程序。 

由于电科财务为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中

国电科”）控制的公司，并经中国银行保险监督管理委员会批准成立，为中国电

科及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。子公司向电科财务进行融资、

申请综合授信额度按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成关联交易。

本议案经本次董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，待上级单位审批后

方可实施。 

二、关联方电科财务基本情况 

1、公司名称：中国电子科技财务有限公司 

2、统一社会信用代码：91110000717834993R 

https://www.qcc.com/firm/2dca11509d01147cf5e3fe007b06b366.html
https://aiqicha.baidu.com/company_detail_28693127703396


3、法定代表人：杨志军 

4、注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 1011、3-8 层 

5、注册资本：580,000 万元 

6、经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信

用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员

单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内

部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办

理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产

品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；

依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事

国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 

三、 被担保人基本情况 

1、西南设计基本情况 

（1）公司名称：重庆西南集成电路设计有限责任公司 

（2）统一社会信用代码：91500108450457331G 

（3）法定代表人：范麟 

（4）成立日期：2000 年 06 月 30 日 

（5）注册资本：4103.24 万元 

（6）注册地址：重庆市南岸区南坪花园路 14 号 

（7）主营业务：一般项目：移动通讯集成电路及其它集成电路、模块和整

机电路设计、生产、测试、销售；电路设计与制造技术咨询服务；与电子信息技

术、计算机工程应用设计以及计算机数据库管理和设计软件开发相关的工程项目

设计和技术服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经

营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的厚辅材料、机械设备、

仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品

除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）。 

（8）股东结构：中电科芯片技术股份有限公司持股 100% 



（9）主要财务情况 

单位：人民币万元 

财务指标 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计） 

总资产 117,413.27  100,700.01  

净资产 88,648.72  73,637.70  

营业收入 82,913.68  62,301.32  

净利润 15,011.02  6,541.61  

资产负债率 24.50% 26.87% 

2、芯亿达基本情况 

（1）公司名称：重庆中科芯亿达电子有限公司 

（2）统一社会信用代码：91500106699253465D 

（3）法定代表人：冉建桥 

（4）成立日期：2009 年 12 月 16 日 

（5）注册资本：1776.2 万元 

（6）注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号 

（7）主营业务：一般项目：半导体芯片、电子元器件、电子产品（不含电

子出版物）的设计、生产、测试、销售，计算机软件开发、技术转让及技术服务

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 

（8）股东结构：中电科芯片技术股份有限公司持股 100% 

（9）主要财务情况 

单位：人民币万元 

财务指标 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计） 

总资产 11,852.67 12,615.49 

净资产 9,903.58 5,301.90 

营业收入 23,519.10 16,575.17 

净利润 4,601.67 1,468.21 

资产负债率 16.44% 57.97% 

3、瑞晶实业基本情况 

（1）公司名称：深圳市瑞晶实业有限公司 



（2）统一社会信用代码：91440300279353961U 

（3）法定代表人：戚瑞斌 

（4）成立日期：1997 年 06 月 24 日 

（5）注册资本：7533.61 万元 

（6）注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道吓坑一路 168 号恒利工业园 C1 栋 

（7）主营业务：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品

及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、

限制的项目须限得许可后方可经营）。物联网设备销售；物联网应用服务；物联

网技术服务；5G 通信技术服务；智能车载设备销售；智能控制系统集成；信息

系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：摩托车电器、锂电池及

充电器、UPS 电源、开关电源、电源适配器、机顶盒、机动车电器、USB 智能

排插、墙插产品、移动智能产品、智能家居产品、智能硬件产品、智能穿戴产品、

音频模组、音响设备、声学设备、自动化设备、新能源和再生能源系统产品的研

发、组装生产及销售。物联网设备制造；通信设备制造；智能车载设备制造。 

（8）股东结构：中电科芯片技术股份有限公司持股 100% 

（9）主要财务情况 

单位：人民币万元 

财务指标 2021年 12月 31日（经审计） 2020年 12月 31日（经审计） 

总资产 45,883.73 37,415.75 

净资产 14,160.69 10,463.24 

营业收入 53,390.16 52,234.32 

净利润 3,697.44 3,659.34 

资产负债率 69.14% 72.04% 

四、协议的主要内容 

公司目前尚未签订相关综合授信及担保协议，上述计划综合授信及担保额度

仅为公司拟申请的最高综合授信额度和拟提供的最高担保额度，具体综合授信及

担保协议将在上述额度内由各公司根据实际经营情况单次或逐笔与银行等金融

机构协商确定，以实际签署的合同为准。 



五、审议程序和专项意见 

1、董事会审计委员会审议情况 

2023 年 4 月 19 日，公司召开第十二届董事会审计委员会第十一次会议，审

阅了《关于预计公司及控股子公司 2023 年度向关联方或商业银行申请综合授信

额度并提供担保的议案》，认为本事项是为满足子公司日常经营及发展的资金需

求，所涉及的被担保公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，

资信状况良好，整体风险可控，同时公司要求子公司提供反担保，同意提交公司

第十二届董事会第十五次会议审议。 

2、董事会审议情况 

2023 年 4 月 19 日，公司召开第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关

于预计公司及控股子公司 2023 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提

供担保的议案》，在审议本议案时，关联董事予以回避，同意将本议案提交股东

大会审议，关联股东需在股东大会审议时予以回避。 

3、监事会审议情况 

2023 年 4 月 19 日，公司召开第十二届监事会第十二次会议审议通过了《关

于预计公司及控股子公司 2023 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提

供担保的议案》，监事会认为：公司预计 2023 年度向关联方或商业银行申请综合

授信额度并提供担保事项，是为满足公司及子公司日常经营及发展需要，所涉及

的被担保公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信状况

良好，整体风险可控，同时公司要求子公司提供反担保。监事会同意本次预计公

司及控股子公司 2023 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的

议案。 

4、独立董事意见 

（1）事前认可意见 

子公司向关联方中国电子科技财务有限公司及商业银行申请综合授信额度，

公司为子公司提供担保，是为了更好地满足公司及子公司经营发展的资金需求，

交易按市场价格公允定价，不会影响公司独立性，同意将本议案提交第十二届董

事会第十五次会议审议，关联董事在审议本议案时需回避表决。 



（2）独立意见 

公司 2023 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保事项，是

为满足子公司日常经营的资金需求，有助于公司及子公司高效、顺畅地筹集资金，

进一步提高经济效益，符合公司整体利益。子公司经营正常、资产负债率合理，

具有良好的偿债能力，担保风险可控，同时公司要求子公司提供反担保，不存在

损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议时，关联董事予以

回避，董事会的审议、表决程序合法、有效，同意将本议案提交公司股东大会审

议。 

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未对子公司提供担保，公司及子公司也未对

外提供担保，无逾期担保情况。 

七、备查文件  

1、公司第十二届董事会第十五次会议决议； 

2、公司第十二届监事会第十二次会议决议； 

3、独立董事关于公司第十二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意

见； 

4、独立董事关于公司第十二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见； 

5、公司第十二届董事会审计委员会第十一次会议决议。 

特此公告。 

 

中电科芯片技术股份有限公司董事会 

2023 年 4 月 21 日 


